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(57)摘要

一种用于加热系统的加热装置，该加热装置

用于加热一流体介质，其包括支承单元及加热单

元，该支承单元包括湿侧及干侧，该湿侧定义为

该支承单元接触流体介质的一侧表面，该干侧为

该支承单元相对于该湿侧的另一侧表面，该支承

单元的干侧具有凹槽，该加热单元则收容于该凹

槽，加热装置的温度传感器可为负温度系数热敏

电阻，以测量该支承单元湿侧的该流体介质温

度。
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1.一种加热装置，其特征在于：所述加热装置用于加热流体介质的加热系统，所述加热

装置包括支承单元、加热单元，所述加热单元与所述支承单元相连接，所述支承单元包括湿

侧、干侧，所述湿侧定义为所述支承单元能够接触所述流体介质的一侧，所述干侧与所述湿

侧背对设置，所述干侧位于所述支承单元的另一侧，所述干侧具有凹槽，所述加热单元收容

于所述凹槽；所述加热装置包括至少一个温度传感器，所述温度传感器为负温度系数热敏

电阻，所述温度传感器与所述支承单元的干侧的上表面的至少一部分热接触，所述温度传

感器能够检测所述干侧上表面的所述至少一部分的温度，所述至少一部分所

对应的所述湿侧与所述流体介质接触，所述支承单元的上表面的所述至少一部分与所

述加热单元隔热设置；

所述加热装置还包括遮蔽单元，所述遮蔽单元隔开所述温度传感器与所述加热单元。

2.如权利要求1所述的加热装置，其特征在于，所述温度传感器设置于所述支承单元的

所述凹槽内，所述遮蔽单元由不锈钢或氧化铝组成。

3.如权利要求2所述的加热装置，其特征在于，所述温度传感器作为第一温度传感器，

所述加热装置还包括第二温度传感器，所述第二温度传感器设置于所述支承单元的所述凹

槽，通过所述遮蔽单元隔开所述加热单元与所述第二温度传感器，该第一温度传感器与所

述第二温度传感器所测得温度的平均值作为所述加热装置的温度检测值；

所述第一温度传感器和所述第二温度传感器为呈片状的负温度系数热敏电阻，所述加

热装置还包括环氧树脂，所述环氧树脂浇注在所述支承单元的干侧与所述遮蔽单元之间。

4.如权利要求1所述的加热装置，其特征在于，所述加热装置包括导热板，所述导热板

覆盖所述凹槽的至少一部分，所述导热板包括分离部，所述分离部的主体部分设置于与所

述凹槽中所述加热单元互为分离的周围部分，所述分离部还具有凸出部，所述凸出部部分

向外延伸出所述凹槽，所述凸出部与所述支承单元的所述干侧直接接触，且所述温度传感

器设置于所述凸出部，所述导热板具有沟槽，所述沟槽以所述凸出部的周缘的径向方向设

置。

5.如权利要求1所述的加热装置，其特征在于，所述加热装置包括导热板，所述导热板

覆盖所述凹槽的至少一部分，所述导热板包括凸出部，所述凸出部部分向外延伸出所述凹

槽，并且所述凸出部与所述支承单元的所述干侧直接接触，且所述温度传感器设置于所述

加热装置的陶瓷垫上，而所述陶瓷垫与所述支承单元的凸出部相固定；

和/或，所述加热装置包括第二温度传感器，所述第二温度传感器设置于所述加热装置

的另一陶瓷垫，且所述第二温度传感器与所述导热板的一部分固定，所述导热板的该一部

分覆盖所述凹槽；

所述加热装置包括至少一个传导通路，所述传导通路沿着所述导热板设置以连接所述

至少一个温度传感器，通过所述加热装置的隔热层，所述传导通路与所述导热板互相隔离，

所述隔热层由聚酰亚胺所制成；

所述温度传感器与所述隔热层通过印制或热喷涂的方式形成于所述导热板。

6.如权利要求1所述的加热装置，其特征在于，所述加热装置包括导热板，所述导热板

覆盖所述凹槽的至少一部分，所述导热板包括凸出部，所述凸出部部分向外延伸出所述凹

槽，并且所述凸出部与所述支承单元的所述干侧直接接触，所述加热装置的隔热层覆盖所

述导热板的至少一部分，所述加热装置包括至少一个连接所述温度传感器的传导通路；
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所述温度传感器与所述隔热层通过印制、热喷涂、汽相沉积或金属化处理的方式形成

于所述导热板。

7.如权利要求5或6所述的加热装置，其特征在于，所述加热装置包括插头，所述插头具

有连接至所述传导通路的插针，所述插头为所述加热单元提供电性连接。

8.如权利要求1所述的加热装置，其特征在于，所述支承单元包括底切部，所述底切部

覆盖有热塑层，其中所述热塑层直接喷涂成形于所述底切部，且通过金属氧化处理所述热

塑层顶侧的对应部分，其中所述温度传感器与连接所述温度传感器的多个传导通路通过激

光切割而形成于所述热塑层。

9.如权利要求1所述的加热装置，其特征在于，所述加热装置包括导热板，所述导热板

覆盖所述凹槽的至少一部分，所述导热板包括凸出部，所述凸出部部分向外延伸出所述凹

槽，所述凸出部与所述支承单元的所述干侧直接接触，其中所述导热板的至少部分覆盖有

热塑层，其中所述热塑层直接喷涂成形于所述凸出部，且通过金属氧化处理所述热塑层顶

侧的对应部分，其中所述温度传感器与连接所述温度传感器的多个传导通路通过激光切割

而形成于所述热塑层。

10.如权利要求8或9所述的加热装置，其特征在于，所述加热装置包括透明插头，所述

透明插头具有导电端子，所述导电端子与多个传导通路连接，所述传导通路连接到所述温

度传感器，其中通过激光焊接的方式，所述透明插头与所述热塑层配合连接。
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加热装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种加热装置，尤其涉及一种用于家用电器的加热系统中加热流

体介质的加热装置。

背景技术

[0002] 在大量的家用电器或家用机器中需要加热一种流动介质，例如水，这可借助加热

系统来进行，因此可透过加热系统的介质循环回路，并将泵机安装在循环回路中促使介质

作循环流动，实现加热。但是对于这类加热系统而言，如果加热系统的工作温度比较高时，

则可能会导致在家用电器内一些元件所承受的温度出现过高。

实用新型内容

[0003] 本申请的目的在于提供一种加热装置，加热装置的温度传感器不易被高温损坏。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供一种技术方案：一种加热装置，所述加热装置用

于加热流体介质的加热系统，所述加热装置包括支承单元、加热单元，所述加热单元与所述

支承单元相连接，所述支承单元包括湿侧、干侧，所述湿侧定义为所述支承单元能够接触所

述流体介质的一侧，所述干侧与所述湿侧背对设置，所述干侧位于所述支承单元的另一侧，

所述干侧具有凹槽，所述加热单元收容于所述凹槽；所述加热装置包括至少一个温度传感

器，所述温度传感器为负温度系数热敏电阻，所述温度传感器与所述支承单元的所述干侧

的上表面的至少一部分热接触，所述温度传感器能够检测所述干侧上表面的所述至少一部

分的温度，所述至少一部分所对应的所述湿侧与所述流体介质接触，所述支承单元的上表

面的所述至少一部分与所述加热单元隔热设置。

[0005] 本技术方案的加热装置通过将温度传感器与该支承单元的干侧的上表面的至少

一部分热接触，可检测加热装置的流体介质温度，且支承单元的上表面的该至少一部分与

加热单元隔热设置，可使得温度传感器不易被高温损坏。

附图说明

[0006] 图1为本技术方案加热装置一种实施例的示意图；

[0007] 图2与图3分别为图1的A-A及B-B剖视图；

[0008] 图4与图5为本技术方案加热装置的又一实施例的示意图；

[0009] 图6为本技术方案加热装置的又一实施例的示意图；

[0010] 图7与图8为本技术方案加热装置的又一实施例的示意图；

[0011] 图9到图11为本技术方案加热装置的又一实施例的示意图。

具体实施方式

[0012] 请参阅图1所示加热装置100的一个实施例，加热装置100包括支承单元110及加热

单元120，加热装置100可被连接至家用电器(如洗碗机，但不限于此)的输送机泵。该加热装
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置100可在组装期间与该输送机泵或该输送机泵的外壳相连。当然其他实施方式中该加热

装置100也可与该输送机泵预装配为结构单元。作为加热装置的一个方案，加热装置包括支

承单元、加热单元，该加热单元与所述支承单元相连接，该支承单元包括湿侧、干侧，该湿侧

定义为该支承单元能够接触该流体介质的一侧，该干侧与湿侧背对设置，干侧位于支承单

元的另一侧，干侧具有凹槽，该加热单元收容于该凹槽；加热装置包括至少一个温度传感

器，温度传感器为负温度系数热敏电阻，该温度传感器与该支承单元的干侧的上表面的至

少一部分热接触，该温度传感器能够检测干侧上表面的该至少一部分的温度，该至少一部

分所对应的湿侧与流体介质接触，所述支承单元的上表面的该至少一部分与所述加热单元

隔热设置，以减少甚至避免温度传感器受到过高温度的影响，可使得温度传感器不易被高

温损坏。

[0013] 由图1可知，该支承单元110为圆片状设置，支承单元110成形有圆形孔111，该圆形

孔111与支承单元110未示出的中央轴线同心设置，该圆形孔111用于输送机泵的导管通过

并部分插设其中，且于插设后能够保持介质密封状态。该支承单元110的外圆周边缘介质密

封地衔接泵壳的边缘，加热装置100包括焊料以焊接固定支承单元110、泵壳。图1所示支承

单元110的背侧定义为湿侧101，在已装入输送机泵时直接与待加热流体介质接触，待加热

流体介质在输送机泵安装完成状态下被加热，图1中该支承单元110所见的一侧定义为干侧

102，不与待加热流体介质接触。

[0014] 如图2所示为图1的A-A剖视图，该加热单元120设置于该支承单元  110的干侧102。

该加热单元120通过连接工步与该支承单元110连接，该连接工步可选钎焊焊接、激光焊接、

粘接、超声波焊接，和/或摩擦焊焊接。

[0015] 该支承单元110可包括复合材料，该复合材料至少包括铝层及不锈钢层。该不锈钢

层设置于湿侧101，而该铝层设置于干侧102，具体地，该复合材料通过冷轧复合工步成形。

[0016] 如图1所示，该支承单元110包括凹槽112，加热单元120收容于凹槽112内。与加热

单元120轴向相垂直设置的加热单元120横截面定义为第一截面，第一截面可为矩形、大致

呈帽状且具有圆形边缘的梯形、或大致呈钟状且具有圆形边缘的梯形。

[0017] 如图1、图2所示，该凹槽112的横截面与该加热单元120的第一截面对应，该加热单

元120设于该凹槽112中。凹槽112的横截面与该加热单元120的横截面需符合：加热单元120

的至少一部分表面与该干侧的至少一部分表面大致共面设置。如图2所示，该加热单元120

的三侧可焊接至该支承单元110的凹槽112表面，该加热单元120与该支承单元110之间的紧

密结合可通过连接工步对该加热单元120施以预加压力来达到。又或者，可通过导热浆料

122涂覆于该支承单元110的表面和/或该加热单元  120的表面，通过该导热浆料122的涂

覆，该导热浆料122填充在支承单元110与加热单元120之间间隙；其他实施方式为，在该支

承单元110与该加热单元120之间设置相变复合材料，该相变复合材料能够填充在支承单元

110与加热单元120之间间隙，该相变复合材料可在高于其相变温度时改变其相位态，因此

能够填补裂缝、孔洞、狭缝等间隙，在一示例中，该相变复合材料通过调剂工步涂覆于该支

承单元110的表面和/或该加热单元120的表面上，该“调剂”的含义包括该相变复合材料能

够在短时间内回复干燥状态。

[0018] 具体地，如图1所示，该加热装置100包括温度传感器170a。该温度传感器170a可为

负温度系数热敏电阻。温度传感器170a与家用电器的处理单元连接，以测量该加热装置100
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的湿侧101流体介质的温度。进一步温度传感器170a包括热保护结构，进行热保护措施，以

确保其耐久度，当加热单元120达到100℃以上的高温时，仍可保证温度传感器170a的温度

检测功能，即使在持续运转的状态下介质温度达到100℃以上，减少温度传感器170a因过高

温度所受到的影响，进一步也不需要使用制造成本较高的耐高温型负温度系数热敏电阻，

相对减少成本。

[0019] 加热装置100包括导热板140，该导热板140提供上述热保护结构，该导热板140设

置于该支承单元110的外周部，以覆盖该加热单元120及该凹槽112，该导热板140可包括朝

该支承单元110的内周部113延伸的凸出部141，该凸出部141直接与该支承单元110的干侧

102接触。因该流体介质在支承单元110湿侧101的一侧运行，故该导热板140的凸出部  141

几乎可反应出该流体介质的温度，该温度传感器170a因而被设置于该导热板140的该凸出

部141上，用于测量该流体介质的温度，为了控制从该加热单元120到凸出部141的热量传

递，该导热板140提供分离部142，该分离部142以该凸出部141朝向中心延伸的相同角度设

置，并位于该加热单元120上方的外周部。如图3所示在该导热板140的分离部142与该加热

单元120之间具有空间，该凸出部141与该分离部142互相接触，并朝向该支承单元110呈现

下坡走向，该分离部142的角度扩张约略宽于该凸出部141的角度扩张，该导热板140设置沟

槽143，该沟槽143于该分离部142朝向该分离部142的角度扩张方向的两侧作延伸设置。其

中，该沟槽143的长度可影响从该导热板140的非分离部144传导到该凸出部141 的热量多

寡，沟槽143的长度的大小与可传导热量大小成反比，该沟槽143  作为热保护结构的主要部

分。

[0020] 或者，可进一步提供第二温度传感器170b，该第二温度传感器170b  也可以为负温

度系数热敏电阻，设置于分离部142以决定该流体介质的温度，例如，可将第一、第二负温度

系数热敏电阻的测量结果平均，提高可靠性；或者，该第二温度传感器170b可设置于该导热

板140的非分离部144，可以用来检测该加热单元120本身的温度、以防止该流体介质过少而

干涸，可根据加热单元120的加热温度来选择第二温度传感器170b的规格参数。

[0021] 如图4、图5所示，本技术方案进一步为，加热装置100还包括遮蔽单元181，温度传

感器180设置于支承单元110的凹槽112内，该遮蔽单元181隔开加热单元120与温度传感器

180；换句话说，该遮蔽单元181  至少位于温度传感器180的对应部分，该遮蔽单元181隔开

温度传感器180  与加热单元120；遮蔽单元至181少包括不锈钢或氧化铝。具体地，加热装置

100包括第一温度传感器180a、第二温度传感器180b，该第一温度传感器180a与该第二温度

传感器180b所测得温度的平均值作为加热装置  100的温度检测值；第一温度传感器180a和

第二温度传感器180b为呈片状的负温度系数热敏电阻，加热装置100还包括环氧树脂，该环

氧树脂浇注在该支承单元110的干侧102与遮蔽单元181之间。

[0022] 具体地，该加热装置100提供设于该凹槽112内部的至少一个温度传感器180，该温

度传感器180可为负温度系数热敏电阻。该加热单元120  至少部分插设于该支承单元110的

凹槽112，并于该加热单元120的两端设置连接销123，该连接销123并非设于该凹槽112内，

而是采以轴向地凸出设置，以与电源连接。因此，该温度传感器180设于凹槽112，该凹槽112

位于该连接销123下方且未被该加热单元120遮盖。为了确保该温度传感器180能避免该加

热单元120过高温度的不良影响，该凹槽112内部设置遮蔽单元181，作为热保护单元的主要

部分，进一步该遮蔽单元181  与该凹槽112的表面轮廓吻合。遮蔽单元181由热绝缘材料或
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隔热材料所组成，例如，不锈钢材质或氧化铝，但不限于此。如图5所示，该遮蔽单元181包括

中空腔室182，以供第一温度传感器180a置入。进一步，该第一温度传感器180a为呈片状的

负温度系数热敏电阻。为了将该负温度系数热敏电阻固定于该中空腔室182，可将环氧树脂

注入该中空腔室182内，该环氧树脂以耐温双组分树脂为佳。选择性设置的第二温度传感器

180b  可设置于该中空腔室182，从而检测循环于该支承单元110的湿侧101的流体介质的平

均温度。本实施例通过结构紧凑且具成本效率的设计提供该加热单元120的湿侧101的流体

介质温度测量，并提供该加热装置100安装于家用电器的简易性。另，在设计上并无组件由

支承单元110的干侧102 向外凸出，从而组装时可减低损伤的风险。

[0023] 如图6所示，进一步技术方案可为，导热板240覆盖凹槽112的至少一部分，该导热

板240包括凸出部241，该凸出部241部分向外延伸出所述凹槽112，并且该凸出部241与该支

承单元110的干侧102直接接触，且温度传感器270a设置于加热装置100的陶瓷垫250a上，而

该陶瓷垫250a  与支承单元110的凸出部相固定；和/或，加热装置100包括第二温度传感器

270b，该第二温度传感器270b设置于加热装置100的另一陶瓷垫250b，且该第二温度传感器

270b与导热板240的一部分固定，该导热板240的该一部分覆盖凹槽112；加热装置100包括

至少一个传导通路261，该传导通路261沿着该导热板240设置以连接至少一个温度传感器

270a、270b，通过加热装置100的隔热层260，传导通路261与导热板240互相隔离，该隔热层

260由聚酰亚胺所制成；温度传感器270a、270b与隔热层260通过印制或热喷涂的方式形成

于该导热板240。

[0024] 具体地，温度传感器270a、270b分别设置于陶瓷垫250a、250b上，陶瓷垫250a、250b

主要包括陶瓷材料。每一陶瓷垫250a、250b限位或固定于导热板240。该导热板240至少部分

地盖设于该支承单元110的内周部113，因此，架设于导热板240的凸出部241上的温度传感

器270a可用于量测循环于该支承单元110的湿测101的流体介质的温度。若是在包括第二温

度传感器270b的状况下，该第二温度传感器270b可设置于该支承单元110的内周部113的另

一部分，或者该导热板240可覆盖嵌设有该加热单元120的该凹槽112的至少部分区域244，

因此该第二温度传感器270b 除了量测流体介质温度外，还可量测该加热单元120本身的温

度。接通温度传感器270a、270b与一外部处理单元的传导通路261，被电性连接到温度传感

器270a、270b，其中该温度传感器270a、270b和该传导通路261 皆被树脂覆盖。传导通路261

沿着导热板240被引导设置，其中该传导通路261和该导热板240之间提供有薄的隔热层

260，该薄的隔热层260为薄铝，且该薄的隔热层260由聚酰亚胺所制成。在一个较佳实施例

中，插头300可用来通过个别的插针302提供电源到该加热单元120的该连接销  123，藉以提

供一或多个温度传感器270a、270b的传导通路261及提供与一外部处理单元之间的连接。该

导热板240通过一个相应的连接端301以该插头300进行接地。如上所述，该结构紧凑的设计

有利于该加热装置100  与其他高级组件的组装。另，将插头300连接该加热单元120和一或

多个温度传感器270a、270b，可减少组装时的复杂程度以及所需的材料预算。

[0025] 如图7、图8所示，进一步技术方案可为，导热板340覆盖凹槽112 的至少一部分，该

导热板340包括凸出部341，该凸出部341部分向外延伸出凹槽112，并且该凸出部341与该支

承单元110的干侧102直接接触，加热装置100的隔热层360覆盖导热板340的至少一部分，加

热装置100  包括至少一个连接该温度传感器370a、370b的传导通路361；温度传感器  370a、

370b与隔热层360通过印制或热喷涂的方式形成于该导热板340，加热装置100包括插头
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300，该插头300具有连接至所述传导通路361的插针302，该插头300为加热单元120提供电

性连接。

[0026] 具体地，导热板340的凸出部341直接与该支承单元110的干侧102  接触，且，其中

一或多个温度传感器370a、370b和传导通路361被提供于该导热板340上，该隔热层360介于

该导热板340和该温度传感器370a、  370b，传导通路361之间。隔热层360可为薄铝，该隔热

层360、至少一个温度传感器370a、370b及该传导通路361被以印制或喷涂的方式在该导热

板340上形成薄层堆积，其中该隔热层360可由陶瓷材料组成作为第一层，而该温度传感器

370a、370b及该传导通路361则堆积于该第一层上。该加热装置100可提供插头300，该插头

300如同图6所示能够对该加热单元120的该连接销123提供电能。此外，该插头300提供一个

或多个插针302以连接该传导通路361，例如，通过焊接的方式连接。导热板340  可如图6的

实施例所述通过一个相应的连接端301以该插头300进行接地，或者可通过将该导热板340

的上延伸部接地，插头300的底部具有可连接该传导通路361的插针302，并使该插头300的

侧边接地。该结构紧凑的设计有利于该加热装置100与其他高级组件的组装。另，将插头300

连接该加热单元120和一或多个温度传感器370a、370b，可减少组装时的复杂程度以及所需

的材料预算。

[0027] 如图9、图10所示，导热板的至少部分比如上述凸出部覆盖有热塑层，具体地支承

单元110的底切部400覆盖有热塑层500，该热塑层500掺有金属塑料添加剂，其中该热塑层

500直接喷涂成形于该底切部400，且通过金属氧化处理该热塑层500顶侧的对应部分，其中

该温度传感器470与连接该温度传感器470的多个传导通路461通过激光切割而形成于该热

塑层500。

[0028] 具体地至少一个温度传感器470设置于该支承单元110的内周部，该支承单元110

包括底切部400，该底切部400通过热塑成型，而形成一热塑层500作为基体，首先，该底切部

400透过细微光束可提供金属层微观结构，提供热塑性塑料设置于该金属层的微观结构表

面。于该金属层以激光束进行加热的同时，该热塑性塑料经受压到该微观结构表面，形成混

合的金属塑料结合。该热塑层500掺金属塑料添加剂，而该金属塑料添加剂可通过暴露激光

束下而被激活，通常此工步被称为金属化处理，即两相异的部分被金属化，其中一部分为温

度传感器470，例如负温度系数热敏电阻，而另一部分为该传导通路461。该负温度系数热敏

电阻与个别的该传导通路461须经由激光切割方式形成。在本实施例中，插头600具有用于

连接个别传导通路461的插针602。插头600的壳体可由透明塑料材质制成，可通过激光焊接

的方式与该热塑层500连接。因此，该热塑层500由热塑材料制成。当激光束无大量能量沉积

地通过该插头600的壳体时，该热塑材料可吸收激光束的能量。本实施例提供的适形设计使

得加热装置  100组装至高级系统上更为简易，同时也减少体积以及需要执行该加热装置

100的温度传感器460的材料预算。

[0029] 如图11所示，至少一个负温度系数热敏电阻770与介于该负温度系数热敏电阻770

与外部插头600之间的传导通路761，成形于薄层760上，随后该薄层760被贴设到该支承单

元110。该薄层760可为薄聚合箔，负温度系数热敏电阻770与该传导通路761可通过印制、汽

相沉积或是金属化处理来形成。该薄层760可预安装合适的插头600以提供与传导通路761 

相连的接线插脚，及提供加热单元120的动力连接。此外，该薄层760可预安装使该支承单元

110接地的插针。接着，该插头600被设置于该支承单元710，其设置方式可为焊接，即，该电
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连接302及接地连接301可分别通过点焊的方式连接到该加热单元120与该支承单元110。该

薄层760  接着被贴附至该支承单元110，通过耐热胶合材料将该薄层760的下侧的至少一部

分胶合到该支承单元110的干侧102。负温度系数热敏电阻770  被固定至该支承单元110干

侧102的一部分，该支承单元110的湿侧101  则与循环于该湿侧101的流体介质相接触。本实

施例可允许该温度传感器以选择性的方式设置，即该温度传感器可设置于该支承单元110

中的任何位置。此外，本实施例提供相当紧凑的结构设计，当中不包括任何占用额外空间或

是组装时会造成危险的凸起或缆线。

[0030] 以上几种实施例所示加热装置100适用于流体介质需要以有效率地加热，例如家

用电器如洗碗机、烘干机及洗衣机，以及电子器具如煮咖啡器、熨斗、蒸气发生器及热水器

等等。

[0031] 以一或多个单元或装置测量温度来决定结果可以其他数量的单元或装置来实现。

例如，温度测量可以单一温度传感器或以任何其他数量的不同单元来实现。例如，用于加热

流体介质的加热系统的决定和/或控制可通过计算机程序的程序代码，和/或通过配合的硬

件来执行。

[0032] 计算机程序可被储存/分布到适合的媒介，例如光学存储介质或固态介质，其可与

其他硬件一起供应或成为其他硬件的一部分，但可透过其他形式来分配，例如透过互联网

或其他有线或无线远程通信系统。其中，该“计算机程序”可指为嵌入式软件。
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